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Sposéb zabezpieczenia elementéw elektronicznych

Przedmiotem wynalazku jest spos6b zabezpieczenia elementéw elektronicznych kompozycja zalewowa.
Znane sa kompozycje zalewowe, takie jak Hysol 09, Epon 828 (NMA)— USA oraz D — 5,6 (oraz-
8 D -5,6 (BM) — ZSRR stosowane w elektronice. Jednak kompozycje te wykazuja niedostateczny stopien
czystosci jak réwnieZ niezadawalajace wlasnosci elektryczne po utwardzeniu. Jednoczesnie ich lepkos¢ jest zbyt
duza, co szczegdlnie przy zalewaniu miniaturowych uktadéw ma zasadnicze znaczenie, bowiem kompozycja musi
doptynaé do wszystkich czegsci uktadu elektronicznego.

Sposéb zabezpieczenia elementéw elektronicznych wedtug wynalazku polega na zalaniu tego elementu
umieszczonego w formie — kompozycja zalewowa — w ktérej sktad wchodzi destylowana Zywica epoksydowa
w ilosci 48—55% wagowych, kwarc mielony o ziarnistosci 5—80um w ilosci 30—36% wagowych, eter fenylowogli-
cydowy wilosci 4—7% wagowych oraz jeden z powszechnie stosowanych utwardzaczy wilosci 5--15% wago-
wych. Dzigki destylowanej zywicy epoksydowej zawierajacej jony Na’, CI=, Ca?* wilosci ponizej 10 “2%,
otrzymano bardzo czystag kompozycj¢ zalewows. \ .

Dodatkowg zaleta stosowania destylowanej Zywicy epoksydowe;j jest jej niska lepkosé, co jak wspomniano
powyiej ma wielkie znaczenie. Istotng sprawa jest stosowanie do kompozycji odpowiedniego wypelniacza
mineralnego. Wypelniacz musi by¢ wolny od zanieczyszczeit typu jonowego oraz powinien posiada¢ okreslona
ziarnisto$é. Jak stwierdzono, zbyt duze rozdrobnienie stwarza niebezpieczenistwo zwigkszenia ilosci zanieczysz-
czen, natomiast zbyt duze ziarna sprzyjajg sedymentacji, co powoduje niejednorodnosé kompozycji. Najlepsze
rezultaty prawidtowego zabezpieczenia elementéw elektronicznych uzyskuje si¢ przy stosowaniu wypetniacza
o ziarnistosci 5—80um. Dalsze zmniejszenie lepkosci kompozycji uzyskuje si¢ przez wprowadzenic rozcienczalni-
ka aktywnego. Po uptywie 6—10 godzin kompozycj poddaje si¢ dotwardzaniu w temperaturze 80-120°C, w celu
polepszenia wtasnosci mechanicznych i elektrycznych, a nastgpnie powoli chtodzi do temperatury pokojowe;.

Szczegétowy sposdb postgpowania wed tug wynalazku przedstawia si¢ nastgpujaco. Element elektroniczny
umieszcza si¢ w formie i zalewa si¢ wymieszana i odpowietrzong kompozy cj4 o nastgpujacym skladzie:
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Zywica epoksydowa (destylowana) Epidian 5 — 53 cz.wag.
Kwarc mielony o ziarnach 5—80um — 33,7 cz.wag.
Eter fenylowoglicydowy — 5,3 cz.wag.
Tréjetylenoczteroamina — 8 cz.wag.

Po uplywie ok. 8 godzin kompozycje poddaje si¢ dotwardzaniu w temperaturze 80—120°C, a nastgpnic

powoli studzi do temperatury pokojowe;j. _
.. Przedstawiona kompozycj¢ mozZna barwi¢ na odpowiedni kolor stosujgc barwniki ttuszczowe lub

spirytusowe.

Zastrzezenie patentowe

Sposéb zabezpieczenia elementéw elektronicznych kompozycja zalewowa, znamienny tym, Ze
umieszczony w formie element elektroniczny zalewa si¢ kompozycja zawierajaca Zywice epoksydowa w ilosci
48—-55% wagowych, kwarc mielony o ziarnistosci 5—80um w ilosci 30—36% wagowych, eter fenylowo-glicydowy
w ilosci 4--7% wagowych oraz jeden z powszechnie stosowanych utwardzaczy w ilosci 5—15% wagowych, po
czym po uptywie 6—10 godzin poddaje si¢ kompozycj¢ dotwardzaniu w temperaturze 80—120°C, a nastgpnie
chtodzi do temperatury pokojowe;j.
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